
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

VRM
マルチフェーズ とは

　発熱などの問題からCPUのTDPは一定の

値に抑制されている。2010年頃までのマザ

ーボードではスペック競争的な意味合いでフ

ェーズ数を増やした製品も見られたが、最近

はオーバークロック向け製品を除けばハイエ

ンドマザーボードでもフェーズ数を競うよう

なことはなくなっていた。しかし、8コアモ

デルがラインナップされる第9世代Coreシリ

ーズが登場したことで、またCPU VRM競争

が加熱し始めているようだ。95WというTD 

Pの範囲で動く定格時はおとなしいが、八つ

ものコアをオーバークロックし高いクロック

で動かすには電源の大出力化が必要というこ

とで、ハイエンドマザーボードはフェーズダ

ブラーを使って10フェーズ以上のCPUコア

電源を構成した製品が主流となっている。

　フェーズダブラーは各フェーズのPWM信

号のタイミングを、さらに二つのスイッチン

グ回路のタイミングに合わせた信号に作り直

して出力している。これにより、たとえば6

＋2フェーズを制御可能なPWMコントロー

ラを用いて、12＋2といったフェーズ構成の

CPU VRMを実装することが可能になる。

　大出力化を必要とするユーザーは一握りだ

が応答性の向上は安定動作につながるため、

一般ユーザーにもメリットはある。

PWMコントローラ
1 ～ 2系統の同期整流回路の供給電圧を制御する
ためのIC。最大8フェーズ制御が可能なものが多く、
CPUコア用に6フェーズ、内蔵GPU用に2フェー
ズなどと割り当てて利用される

フェーズダブラー
最近のミドルレンジクラス以上のマザーボードは
CPU VRMが10フェーズ以上のものが増加中。P 
WMコントローラと同じメーカー製のフェーズダ
ブラーがよく使われている

マルチフェーズの電源回路
3フェーズのマルチフェーズ同期整流回路の例。P 
WMコントローラが3系統のスイッチング回路をコ
ントロールする。1フェーズあたりの発熱を抑えつ
つ、大きな出力を得ることができる
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最近の

　CPU VRMの大半はその回路構成からマル

チフェーズ同期整流回路と呼ばれる。同期整

流はスイッチング回路で現在主流の方式で、

変換効率の高さが特徴だ。マルチフェーズと

は、この同期整流のスイッチング回路が複数

並列されたもの。一つのスイッチング回路を

1フェーズとし、このフェーズ数が多くなる

と一つあたりのスイッチング回路がONにな

る時間を短くできることから、1回路あたり

の出力は小さくてよく、なおかつ回路全体と

しては大きな出力に対応できる。

　最近のCPU VRMは出力電圧は1Vでも電

流は100Aになったりする。Power MOSFET

単体の大出力化にも限度はあるし、仮に実現

できたとしても大電流を一つのスイッチング

回路で流すのでは発熱も大きくなるし、応答

性も悪化する。

　応答性とは、CPUの負荷変動に応じて出

力電流を調整する能力のことで、電源のキモ

となる部分である。負荷が増えると、当然な

がら多くの電流が必要になる。どんな電源で

も高い負荷がかかると電圧低下が起きるのだ

が、応答性が悪いとその時間が長くなり、装

置の動作に悪影響が出る。さらに、負荷が減

ってからも大きな電流を流し続けて、電圧が

上がり過ぎて装置を壊すということもある。

VRMのマルチフェーズ化によって、応答性

を確保しつつ大出力化にも対応できる。

　VRMを制御するICをPWMコントローラと

呼ぶが、最近のものは内部処理がデジタル化

されていて、出力電圧を細かく調整すること

はもちろん、負荷変動に応じて動作させるフ

ェーズ数を調整したりして、マルチフェーズ

電源を効率よく利用できる。高機能な部品で

構成されたVRMはこのようにメリットが多

いが、その分回路構成が複雑で高価になる。

・大出力化できる
・負荷変動時の応答性が向上
・部品数の増加で高価になる
・変換効率は大差なし

マルチフェーズ回路の特徴

・Z390マザーでは10フェーズを 
  超えるCPU VRMが一般的に
・それに伴い、フェーズダブラー 
  採用製品も増加中

最近の動き

の実装
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